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以下資料由陞達科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：陞達科技股份有限公司 (股票代號：4945)
	輔導推薦證券商
	國票綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	國票綜合證券股份有限公司 謝鎔聯(02)-2528-8988分機813

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購陞達科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦

	
	國票綜合證券
	第一金證券

	認購日期
	108.06.24

	認購股數（股）
	680,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.62%
	0.38%

	認購價格
	33.55元

	認購價格之訂定
依據及方式
	一、認購價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

目前市場上較常使用之股票評價方法主要包括市場基礎法：如本益比法及股價淨値比法，係透過已公開的資訊，將整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價調整；成本法：亦稱帳面價值法，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；收益基礎法：如現金流量折現法，則以未來各期所創造現金流量折現值合計數衡量目前公司價值。
上述股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因產業變化快速因此較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購陞達科技股份有限公司(以下簡稱陞達公司或該公司)股票茲就市場基礎法-本益比法進行評估認購價格之合理性。
該公司主要從事風扇馬達驅動控制 IC之設計與銷售及代理非自有品牌之通用微處理器（Micro Control Unit；MCU）IC之銷售，經參考國內已上市/櫃IC設計同業資料，選取產品性質類似之茂達(上櫃公司、股票代號：6138)、松翰(上市公司、股票代號：5471)及盛群(上市公司、股票代號：6202)做為該公司之採樣同業。茲將其採樣同業、上市半導體類股及上櫃半導體類股最近三個月(108年3月~108年5月)之本益比列示如下：

單位：倍
期間

公司

108年3月

108年4月

108年5 月

平均

茂達(6138)

14.81

14.38

10.61
13.27

松翰(5471)
15.32

15.54

14.57
15.14

盛群(6202)

15.50

16.09

14.59
15.39

上市半導體類
16.63

17.59

17.30
17.17

上櫃半導體類
17.24

17.74

15.64
16.87

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站
依上表資訊，陞達公司之採樣同業及上市櫃半導體類股最近三個月(108年3月~108年5月)之平均本益比約介於13.27~17.17倍之間，依陞達公司107年度每股盈餘3.44元計算，其價格區間約為45.65~59.06元，考量興櫃市場流動性風險予以適當折數(7折)作為風險貼水，故合理興櫃承銷價格區間介於31.96元~41.34元間，而議定之輔導推薦券商股票認購價格33.55元，介於每股參考股價區間之內。
二、推薦證券商與發行人共同議定認購價格合理性之評估意見
綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除依國際慣用之評價方法計算陞達公司之合理價格，參酌該公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃巿場流動性不足之風險後，本推薦輔導證券商與陞達公司共同議定之每股認購價格，應尚屬合理。



	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹

陞達公司成立於89年6月，董事長為李坤蒼先生，總經理為鄭淳仁先生，主要從事風扇馬達驅動控制 IC之設計與銷售及代理非自有品牌之通用微處理器（Micro Control Unit；MCU）IC之銷售，包含高壓風扇控制IC、三相直流無刷風扇馬達驅動控制IC（3-Phase BLDC Fan Control IC）及可程式MCU風扇控制IC，可運用於伺服器、電信設備、電競顯示卡及電競電腦電源等散熱風扇，並提供雲端資料中心及5G基地台散熱解決方案，實踐以系統穩定性為主要考量之風扇馬達控制IC。除IT產品之散熱風扇外，目前積極切入應用於車用風扇、工控產品（變頻器）、家電產品市場直流變頻馬達、5G 基地台之架設及人工智慧(AI) 等新應用領域；另在非自有品牌之通用微處理器（Micro Control Unit；MCU）產品應用設計上，陞達公司由原廠提供軟體開發工具，依據客戶不同產品及需求進行程式撰寫提供主要控制IC。
二、歷史沿革


時     間

重    要    記    事

089年06月

經濟部核准設立，成立陞達科技股份有限公司，設立股本15,000仟元。

090年12月

現金增資5,000仟元，實收資本額增加至20,000仟元。

092年11月

現金增資11,000仟元，實收資本額增加至31,000仟元。

093年07月

現金增資4,000仟元，實收資本額增加至35,000仟元。

093年08月

VentureTech Alliance Fund II, L.P.(台積電創投)入主陞達成為最大法人股東。

093年08月

通過ISO 9001認證。

093年12月

現金增資6,000仟元，實收資本額增加至41,000仟元。

094年06月

發表智慧型無刷式直流風扇驅動IC（STL60xx Series）。

094年08月

智慧型無刷式直流風扇控制IC由主要DC FAN廠商承認使用。

095年03月

現金增資41,000仟元，實收資本額增加至82,000仟元。

096年07月

發表Advanced Direct PWM Fan control IC（STL62xx Series）。

097年05月

現金增資15,000仟元，實收資本額增加至97,000仟元。

099年01月

員工認股權執行認購35,270仟元，實收資本額增加至132,270仟元。

099年04月

金管會核准股票公開發行。

099年07月

現金增資77,730仟元，實收資本額增加至210,000仟元。

100年01月

金管會核准發行員工認股權憑證2,100,000單位。

100年11月

發表PWM驅動型直流無刷風扇驅動IC（STL6900A Series）。

102年05月

金管會核准停止公開發行。

102年12月

現金增資15,834仟元，實收資本額增加至225,834仟元。

103年01月

取得台灣專利 I423582 - 馬達驅動裝置及其驅動方法。

104年10月

發表可程式化PWM驅動型直流無刷風扇控制IC（STL6600 Series）。

106年09月

減資112,917仟元，實收資本額減少至112,917仟元。

106年10月

發行新股112,917仟元，實收資本額增加至225,834仟元，並與巨馳國際股份有限公司合併。

106年12月

成為上市公司日電貿(股)公司（3090）之子公司。

106年12月

發表高壓可程式化的風扇馬達控制IC（STL5000 Series）。

106年12月

取得台灣專利 I609568 - 馬達控制系統及其方法。

107年02月

發表可線上燒錄的風扇馬達驅動IC（STL6700 Series）。

107年05月

發表高功率的風扇馬達驅動IC（STL6500 Series）。

107年06月

通過ISO9001：2015認證。

107年06月

現金增資34,166仟元，實收資本額增加至260,000仟元。

107年11月

陞達公司申請公開發行於民國107年11月02日起核准生效。

三、經營理念
創新-積極提供新穎，富開創性的環境、機會、管道、制度等，激勵及開發更好的意圖、潛能與產品，使其客戶與公司精益求精。

服務-陞達是個快速循環的服務者，並以此立足業界，所有同仁都要具備服務利他的條件與風範，彼此支援互助，以服務滿足客戶及社會需求，達成回饋社會之目的。

務實-以務實的工作態度，鞏固公司實力，帶動產業繁榮，並秉持實事求是、踏實的腳步，健全公司體質及強化客戶之信心。

和諧-透過誠信與環保理念，教育員工及供應商提高環保意識，進而獲取客戶與社會讚譽，並使其均在和諧中發展。

四、未來展望
1.短期計劃

(1)風扇馬達驅動控制IC

    就終端產品應用領域，研發三相直流無刷風扇馬達驅動控制IC(3- Phase BLDC Fan Control IC)及可程式化MCU風扇馬達驅動控制IC，推出電競顯示卡、電競電腦電源等散熱風扇之解決方案，並致力於開發以系統穩定性為主要考量之雲端資料中心及5G基地台之散熱解決方案，切入人工智慧(AI)市場。同時，深耕現有客戶，加速推廣微處理器馬達驅動產品並導入高階風扇產品及積極開發新客
戶，增加現有產品之銷售數量，擴大市占率。
    大陸是近年來全球市場成長率最高之區域，陞達公司亦積極佈局擴大經營大陸內需散熱風扇市場，迎向龐大商機，持續拓展自有品牌並積極與國際大廠合作，以優越之規模經濟持續降低生產成本，提供客戶具競爭力之產品及最及時的服務。

(2)通用微處理器IC
A.爭取現有客戶委外開發之新產品專案。

B.強化與現有IC原廠互動，爭取新客戶與開發新的應用領域。

2.長期計劃

(1)風扇馬達驅動控制IC

電子產業之未來將快速朝向雲端、大數據及物聯網時代，散熱風扇需求勢必會成長，規格亦將提升，低噪音低振動低耗能是必然趨勢。陞達公司除了專精於伺服器、通信設備、顯示卡、電競電腦電源應用領域外，亦拓展至家電產品市場直流變頻馬達之新應用領域及積極佈局導入更高規之車載應用市場等以擴大利基，開發多元化市場經營。
陞達公司持續開發三相馬達晶片與低噪音解決方案，滿足客戶全系列散熱風扇晶片之需求。同時將研發資源投入三相直流無刷馬達驅動晶片、單相直流無刷馬達驅動與霍爾元件整合晶片開發，以利切入IT散熱以外之市場，包含車用風扇、工控產品(變頻器)、電動車用充電樁、家電產品等。陞達公司亦積極深耕日本風扇廠商，提升產品品質與穩定度，透過日本風扇廠商切入國際知名品牌大廠終端產品且持續開發新的製程技術，研發新規格產品，以擴大產品之應用領域，拓展新客源，並以滿足客戶之需求為目標，於品質上不斷精進，強化市場競爭力，提昇陞達公司產品之品牌價值。 

(2)通用微處理器IC
A.持續開發新的MCU應用方案，增加新的應用領域，拓展新客源。

B.積極爭取與現有IC原廠共同經營特定應用領域，合作開發產品，爭取商機。


                                                                          

	主要業務項目：

主要從事風扇馬達驅動控制 IC 之設計與銷售，及代理非自有品牌之通用微處理器(MCU) IC之銷售。 

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

我國 IC 產業之發展主要以垂直分工之專業化為主，每個生產環節皆有許多業者投入，分工明確且各有專精，使得我國 IC 產業體系之上中下游結構更加完整，專業分工之產業結構為我國 IC 產業與國外發展結構上最大之不同點。依照製程，IC產業鏈可分成上游之IC設計公司（Design House）、中游之光罩廠（Mask）與晶圓製造廠（Foundry/IDM）、下游之測試廠（Testing）與封裝廠（Package）及通路，陞達公司屬於上游之IC設計公司及下游IC通路，所屬產業之上、中、下游關聯性，圖示如下： 

資料來源：證券櫃檯買賣中心產業價值鏈資訊平台

	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收比重(%)

	風扇馬達驅動控制IC
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	伺服器散熱風扇、電信設備散熱風扇、電競顯示卡散熱風扇、電競電腦電源散熱風扇。
	260,723
	67.39

	通用微處理器IC
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	互動式玩具、遊戲機、智能玩具、教育點讀筆、物聯網-水耕蔬菜機、測速球、智能手環等。
	126,143
	32.60

	其他IC
	-
	-
	35
	0.01

	合     計
	386,901
	100.00


	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
                                                   單位：新台幣仟元 

	年度

項目
	103年

(註1)
	104年

(註2)
	105年

(註2&3)
	106年

(註2)
	107年

(註2)
	108年截

至5月份止
(自結數)
(註4)

	營業收入
	註1
	245,144
	112,379
	196,091
	386,901
	153,302

	營業毛利
	註1
	98,401
	18,353
	58,316
	160,314
	64,066

	毛利率(%)
	註1
	40.14
	16.33
	29.74
	41.44
	41.79

	營業外收入(支出)
	註1
	969
	1,834
	(3,420)
	10,810
	10,056

	稅前損益
	註1
	24,624
	637
	20,855
	79,576
	32,077

	稅後損益
	註1
	24,854
	598
	17,644
	83,902
	24,493

	每股盈餘（元）
	註1
	1.10
	0.05
	1.25
	3.44
	0.94

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	－
	－
	－
	2.00
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	

	資料來源：
	註1：
	陞達公司民國103年度尚未依據國際財務報導準則編製合併財務報告。

	
	註2：
	民國104~107年度財務資料係依據國際財務報導準則編製之合併財務報告填列，並經會計師查核簽證(104年度因應105年度首次適用國際財務報導則併列適用)。

	
	註3：
	陞達公司於民國106年10月發行新股與巨馳公司完成反向併購，106年度財務報表係為巨馳公司主體之延續，故106年度財務資料係以106年1~12月巨馳公司之合併財務報表加計10~12月陞達公司之合併財務報表編製，105年度係為巨馳公司之合併財務報表。

	
	註4：
	108年截至5月份止之財務資料係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

	
	
	


	最近五年度簡明資產負債表
   單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	103年
(註1)
	104年
(註2)
	105年
(註2&3)
	106年
(註2)
	107年
(註2)

	流動資產
	註1
	115,189
	141,976
	309,753
	450,936

	不動產、廠房及設備
	註1
	684
	－
	1,729
	7,870

	無形資產
	註1
	－
	65
	17,772
	15,790

	其他資產
	註1
	541
	6,331
	24,882
	31,487

	資產總額
	註1
	116,414
	148,372
	354,136
	506,083

	流動

負債
	分 配 前
	註1
	39,642
	19,826
	58,796
	64,955

	
	分 配 後
	註1
	39,642
	19,826
	58,796
	116,955

	非流動負債
	註1
	17,066
	3,365
	2,710
	3,128

	負債

總額
	分 配 前
	註1
	56,708
	23,191
	61,506
	68,083

	
	分 配 後
	註1
	56,708
	23,191
	61,506
	120,083

	歸屬於本公司業主權益
	註1
	59,706
	125,181
	292,630
	438,000

	股本
	註1
	225,834
	112,917
	225,834
	260,000

	資本公積
	註1
	20,688
	12,398
	49,559
	76,923

	保留

盈餘
	分 配 前
	註1
	(186,745)
	(134)
	17,274
	101,049

	
	分 配 後
	註1
	(186,745)
	(134)
	17,274
	49,049

	其他權益
	註1
	(71)
	－
	(37)
	28

	股東權益總額
	分 配 前
	註1
	59,706
	125,181
	292,630
	438,000

	
	分 配 後
	註1
	59,706
	125,181
	292,630
	386,000

	資料來源：
	註1：
	陞達公司民國103年度尚未依據國際財務報導準則編製合併財務報告。

	
	註2：
	民國104~107年度財務資料係依據國際財務報導準則編製之合併財務報告填列，並經會計師查核簽證(104年度因應105年度首次適用國際財務報導則併列適用)。

	
	註3：
	陞達公司於民國106年10月發行新股與巨馳公司完成反向併購，106年度財務報表係為巨馳公司主體之延續，故106年度財務資料係陞達公司及巨馳公司合併後之財務報表，105年度係為巨馳公司之合併財務報表。





	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	105年(註1)
	106年(註2)
	107年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	44.11
	29.74
	41.44

	
	流動比率(%)
	268.35
	526.83
	694.23

	
	應收帳款天數(天)
	78
	89
	74

	
	存貨週轉天數(天)
	74
	51
	54

	
	負債比率(%)
	53.19
	17.37
	13.45


註1：105年度財務比率係以陞達公司之財務報告計算。
註2：陞達公司於民國106年10月發行新股與巨馳公司完成反向併購，故106年財務分析數據計算之期初財務數據係為巨馳公司105年底之財務資料計算。
投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image5.png]



公司概況資料表
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